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前言

　　随着电子技术和计算机技术的发展，集成电路不断更新换代，各种高性能的可编程逻辑器件及其
开发系统的出现，使得电子系统的设计方法和设计手段也发生了一场巨大的变化。
现代电子系统一般由模拟、数字和微处理器三大子系统组成。
数字系统以往是采用传统的搭积木式的方法进行设计，在设计时，设计者几乎没有灵活性可言，搭成
的电子系统所需的芯片种类多且数目大。
随着半导体技术，特别是EDA技术的发展和普及给电子系统的设计带来了革命。
数字、模拟可编程器件和EDA技术给硬件系统设计者提供了强有力的工具，使得电子系统的设计方法
发生了质的变化。
基于芯片的设计方法正在成为现代电子系统设计的主流。
　　传统的电子制作一般是用面包板或铜板先试验，试验通过后再制作PCB板。
现代电子制作可用FPCB工具，该工具不需要手工连接电路，只要把设计元件“插入”FPCB板上，将
电路“下载”到FPCB中，即可实现各种连接。
FPCB可以当成“电子”面包板。
FPCB广泛应用于国外军工、航空、航天单位，价格比较高。
国内可采用刻板机快速制板，价格比较低，使用方便。
壳体及面板可用超薄PVC板制作，成型后再开模具。
　　为了适应高等院校电子信息类学生及工程技术人员学习的需要，提高学生知识综合运用能力，增
强学生在新技术方面的竞争力，特编写此书。
　　本书由刘南平、孔令来和李世杰等编写，夏克文教授任主审。
　　限于作者水平，书中难免有错误和疏漏不妥之处，敬请读者批评指正。
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内容概要

本书共7章，从电子设计、制作、调试、产品化的要求出发，介绍了电路设计的基本思想、电路制作
的基本方法、电路调试的基本步骤和技巧、可编程器件及其开发软件。
为读者从事电子设计、调试打下了基础。
为了增加读者学习兴趣，本书特意安排了一些实用性强，具有代表性的设计和制作实例，既是对所学
知识的综合，又可启发读者思维，开阔读者视野，培养读者分析和解决问题能力。
    本书覆盖知识点多、牵涉的内容广、内容跨度大、理论和实践性极强，内容新颖。
通过学习本书可以奠定扎实的综合理论和实践基础，达到“学以致用”的效果。
    本书既可作为工科院校相关专业师生的参考用书，亦可供电子工程技术人员参考阅读。
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章节摘录

　　第6章 电路设计实例　　6.1 电子系统的设计方法　　自顶向下法从系统级设计开始，首先根据设
计课题中对系统的指标要求，将系统的行为（功能）全面、准确地描述出来，然后根据该系统应具备
的各项功能将系统划分和定义为若干个适当规模的、能够实现某一功能且相对独立的子系统，全面、
准确地描述它们的功能及相互之间的联系，这项任务完成之后，就设计或选用一些功能模块去组成实
现这些既定功能的子系统，最后进行元件级的设计，即选用适当的元件去实现前面所设计的各个功能
模块。
　　自底向上的方法与其相反，它是根据要实现的系统的各个功能的要求，先从可用的元件中选出合
用的，设计成一个个功能模块，当一个功能模块不能直接实现系统的某个功能时，就需由多个功能模
块组成子系统去实现该功能，直至系统所要求的全部功能都能实现为止。
显然，由于在设计过程中，功能模块设计在先，设计者的思想将受限于这些所设计出的或选用的现成
功能模块，便不容易实现系统化的、清晰易懂的以及可靠性高、可维护性好的设计。
因此在现代设计中普遍采用自顶向下法。
但自底向上法也并非完全无用武之地，它在系统的组装和测试过程中是行之有效的。
　　自顶向下法的要领在于整个设计在概念上的演化从顶层到底层应当逐步由概括到展开，由粗略到
精细；只有当整个设计在概念上得到验证与优化后，才能考虑“采用什么电路、元器件和工艺去实现
该设计”这类具体问题。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　为了适应高等院校电子信息类学生及工程技术人员学习的需要，提高学生知识综合运用能力，增
强学生在新技术方面的竞争力，特编写《电子产品设计与制作技术》。
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